BEGEISTERUNG FUR ELEKTRONIK

LEITERPLATTEN
BAUGRUPPEN
Made in Germany

Datenblatt

Herstellung Leiterplatten, IMS Aluminium, durchkontaktiert

LFG

pcb & more

Basismaterialien

Materialstarke

min. Kupfer-Dicke
max., Kupfer-Dicke
T‘i
‘Warmelelfahigkelt

1,0/ 1,5/ 2,0 mm
35 pm
105 pm
130 =C

107150 22W mK

Layout

Strukturbreite
Strukturabstand

urnl. Léstopplack-Freistellung
Weinster Liststopplack-Steg
Keinster Frasradius

Keinster Ritzwinkel

125 pm
125 pm
50 pm
150 pm
1000 pm
30 ®

Oberflache

HAL bleifrel
HAL SnPt
chem. Jnn
chem, MijAu
chem. Ag

Létstopplack

grun / schwarz [ blau [rot .
superweid (fir LED- Anwendungen’)
abzichbare Lotabdeckmaske
Kaptonband, hitzebestandig bis 260°C

Kennzeichendruck

wiiB / gelb | schwarz .

Qualitdatskontrolle

optische Kontrolle
ADL

eleklr cher Test
Erstmusterprifung

Daten

vorzugswelse Gerberdaten
Eagle
TARGET, PROTEL, Alium, etc.

Zertifikate / Normen

IS0 9001: 2015
IPC-A-G00

andere Ausfihrungen auf Anfrage

Design-Rules Alu-Kern

I ——

A |Dicke Alu-Kern 1,0. 1,5; 2,0 mm

B |Dicke LP Alu-Kermn + ca. 0,2 mm
C |Abstand Kupfer zu NDK-Bohrungen mind. 0,2 mm

D |kkeinste Bohrung durchkontaktiert 0.3 mm

E |Freistellung um DE-Bohrungen 0,3 mm

F |kkeinste NDK-Bohrung mind. Dicke des Alu-Kemn
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